Laudo Técnico
SMTHTT 2.0




SMT HTT 2.0

SMT maschinen und vertriebs gmbh & co kg

- Forno de pré-aquecimento e secagem para aplicagdo de underfill em placas eletrénicas denominadas PCB’s;
- Sistema de transporte Interno;

- Para o pré aquecimento e secagem de aplicagdes sensiveis em semicondutores até uma linha completa de
revestimento isolante com dispensador integrado para uma aplicagéo precisa e secagem de aplica¢des de underfill
e verniz;

- Transferéncia de calor via convecgéo e radiacao infravermelha

- Sistemas de transporte flexiveis internos;

- Atinge temperaturas de até 300°C para o pré aquecimento e secagem completa dos componentes;

- Secagem por convecgao;

- Monitoramento interno de temperatura;

- Sistema de exaustao integrado;

Forno para pré aquecimento e secagem de PCBs que apds isso sofreréo aplicagéo de underfill ou verniz, o
aquecimento ocorre através de um sistema de convecgao infravermelha por resisténcias internas localizadas no
interior da maquina e um computador que realizara o calculo dos algoritimos para manter a temperatura do forno
estavel e dentro dos limites necessarios conforme requisitos principais do processo, as placas se movimentardo
de uma ponta a outra do forno através de um sistema de trasnsporte no interior da maquina, a maquina tera o
controle total sendo realizado pelo monitor e pelo computador localizado na maquina.
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Maquinas e periféricos

FOTOS Descrigao

1 Forno SMT para pré-aquecimento e secagem de PCBs (placas
eletrénicas)
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